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内容概要

本书首先介绍整个半导体封装业的历史及演进过程，然后以光感芯片为例说明晶圆厂的芯片制造过程
，光感应芯片的应用范围、结构及各种常见的CMOS模块种类等。
具体内容涉及了材料使用、设备及各工序简介、缺陷模式及热效应分析、产品可靠性的测试方法，最
后阐述了目前CMOS光感测试的最新技术及多样化工序。
　　本书可作为微电子专业高年级本科生和研究生的教材，也可作为想从事或刚从事封装测试产业的
工程师或技术人员的参考。
　　本书中文简体字版台湾全华科技图书股份公司独家授权，仅限于中国大陆地区出版发行，未经许
可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。
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